
Elettronica Oggi è la rivista leader nel settore dell'elettronica professionale -micro-
processori, IC analogici e digitali, logiche programmabili, componentistica passiva 
e packaging- della stumentazione, del software e delle tecnologie che hanno 
un impatto rilevante sulla vita di tutti i giorni (biotecnologie, nanotecnologie, 
nanomateriali). Certificata CSST, Elettronica Oggi è distribuita in abbonamento 
e con mailing list e, prima e unica rivista in Italia a farlo, garantisce la qualità 
della diffusione mediante certificazione BVQi. La rivista cartacea è completata 
da Elettronica Oggi Web (www.eo-web.it), l’edizione online di Elettronica Oggi, 
che contiene le sezioni: Web Exclusive; Hot News; Design Ideas; Point of View.

Elettronica Oggi is the leading magazine in professional electronic -microprocessors,
analogic and digital ICs, programmable logics, passive components and packaging-
instrumentation, software and the new technologies that deeply impact every day 
life (biotechnologies, nanotechnologies, nanomaterials). 
Elettronica Oggi is distributed upon subscription and through mailing list. 
Elettronica Oggi is first and unique Italian magazine CSST and BVQi certified.
The magazine is fulfilled by Elettronica Oggi Web (www.eo-web.it), the Elettronica
Oggi online edition, made up by five main sections: Web Exclusive; Hot News; 
Design Ideas; Point of View.
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Tiratura I Print-run 8.239

Diffusione I Circulation 7.975

Mensile 11 numeri
(numero unico Luglio/Agosto)
Monthly 11 issues
(July/August: combined issue)

Data pubblicazione I Issue date
1a settimana del mese
First week of each month

Tipo di stampa I Printing process
Offset piana / Web offset

Prenotazione degli spazi: 45 gg prima della data di uscita
Space booking: 45 days before publication date
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Opti, 15-17/01, Monaco (D)

MC4-Motion Control for, febbraio, (I) 
NI Days, 24/02, Roma (I)

Embedded World, 2-4/03, Norimberga (D) 
CeBIT, 2-6/03, Hannover (D)
Date, 8-12/03, Dresda (D) 
EMV, 9-11/03, Düsseldorf (D)
Electronica & Productronica China /
Laser World of Photonics China, 
16-18/03, Shanghai (PRC)
Smart Systems Integration, 23-24/03, Como (I)
PCIM China, marzo, Shanghai (RPC)

Display International, 14-16/04, Tokyo (J)
Hannover Messe, 19-23/04, Hannover (D)
Embedded Systems Conference Silicon Valley, 
26-29/04, San Jose (CA-USA) 

PCIM Europe, 4-6/05 - Norimberga (D)
TEW (FluidTrans Compomac/Bias/Mechanical
Power Transmissions & Motion Control), 
4-7/05, Milano-Rho (I)

SMT/Hybrid/Packaging, 8-10/06, Norimberga (D)
Automatica, 8-11/06, Monaco (D)
VforM-Vision for Manufacturing, giugno, (I)

NI Week, agosto, Austin (TX-USA)

Electronica India, settembre, Bangalore (India)
Productronica India, settembre, Bangalore (India)
MNE, 19-22/09, Genova (I)
Control & Communication, settembre, (I)

Maintain, 12-14/10, Monaco (D)
Electronic Asia, 13-16/10, Hong Kong (PRC)
SPS/IPC/DRIVES Italia, 19-21/10, Parma (I)
IA-Industrial Automation Forum, ottobre, (I) 

Electronica, 9-12/11, Monaco (D)
SPS/IPC/DRIVES, 23-25/11, Norimberga (D)
Focus Embedded, novembre, (I)
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(Passive/electromechanics/connectors)
} Logiche programmabili (Programmable logic)
} Optoelettronica (Optoelectronics)

} RF/wireless (RF/wireless)
} IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs)
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} Logiche programmabili (Programmable logic)
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} ASIC/ASSP (ASICs/ASSPs)
} Integrità dei segnali (Signal integrity)
} Nanotecnologie (Nanotechnologies)
} Strumentazione T&M (T&M Instrumentation)
} Standard wireless (Wireless standards)
} Optoelettronica e fotonica (Optoelectronics & photonics)

} Interconnessioni seriali (Serial interconnections)
} Energie alternative (Alternative energy)
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} Passivi/elettromeccaniici/connettori     

(Passives/electromechanicals/connectors)
} MEMS e sensori avanzati (MEMS and advanced sensors)

} Interfacce seriali (Serial interfaces) 
} Strumentazione T&M (T&M instrumentation)
} MEMS e sensori avanzati (MEMS and advanced sensors)
} IC di gestione della potenza (Power management ICs)

} Elettromeccanici/passivi/connettori
(Electromechanics/passives/connectors)

} IC di conversione (Conversion ICs)
} Elettronica consumer (Consumer electronics)
} Software per la progettazione con Fpga 

(Fpga development software)
} Conservazione dell’energia (Energy harvesting)

} Sicurezza dei dati (Data security) 
} IC analogici/Mixed signal (Analog/Mixed signal ICs)
} Strumentazione T&M (T&M instrumentation)
} Nuovi materiali per l’elettronica 

(New materials for electronics)
} Energie alternative/rinnovabili 

(Renewable/alternative energy)

} Strumentazione T&M (T&M instrumentation)
} IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs)
} Norme ambientali per l’elettronica 

(Environmental compliace)
} Standard wireless (Wireless standards)
} Nanotecnologie (Nanotechnologies)

} ASIC/FPGA/ASSP (ASICs/FPGAs/ASSPs)
} Controllo motori (Motor control)
} TV digitale (Digital TV)
} Semiconduttori discreti (Discrete semiconductors)
} Energie alternative (Alternative energy)

} Strategie di collaudo (Test strategies)
} Effiicienza energetica (Energy efficiency)
} Strumentazione T&M (T&M instrumentation)
} Nanotecnologie (Nanotechnologies)
} Standard wireless (Wireless standard)

Piano editoriale 2010 / Editorial plan 2010

} Progettazione low-power
(Low power design)

} IC per Telecom
(Telecom ICs)

} Illuminazione a stato solido 
(Solid state lighting)

} *R&D in Italia 
(Italy: the state of R&D)

} IC di alimentazione 
(Power supply Ics)

} *Strumentazione EDA: trend tecnologici 
(EDA tool: technology trends)

} Elettronica di potenza
(Power electronics)

} *R&D: il ruolo dell’Europa 
(R&D: the role of Europe)

} Convertitori c.c./c.c.
(d.c./d.c converters)

} Illuminazione a stato solido 
(Solid state lighting)

} Standard wireless 
(Wireless standards)

} *Elettronica analogica: trend tecnologici
(Analog electronics: technology trends)

} Materiali per EMC 
(EMC materials)

} Elettronica digitale: trend tecnologici 
(Digital electronics: technology trends)

} IP/SoC 
(IPs/SoCs)

} Compressione dati 
(Data compression)

} Nuove batterie
(New batteries)

} *Logiche programmabili: trend tecnologici 
(Programmable logic: technology trends)

} Tecnologie a larga banda 
(Broadband technologies)

} *DSP: trend tecnologici 
(DSP: technology trends)

} Dispositivi multicore 
(Multicore devices)

} *Trend tecnologici nell’industria elettronica
(Technology trends in electronic industry)

Settori di interesse Fields of interest
Industria 
Industry 33%
IT, Telecom 
IT, Telecom 14%

Trasporti
Transportation 8%
Automation 
Automation 29%

Area ricerca e sviluppo / R&D area     50%
Direttori marketing e commerciali 
Sales and marketing team 4%
Responsabili della progettazione 
Design managers   16%
Direzione / Top management 15%

Responsabile e/o tecnico IT
IT Manager a/o technician     10%
Consulente, docente 
Advisers, tutors 3%
Altre funzioni
Other 2%

Funzione aziendale Job function

2

ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
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Rivista Ufficiale di 
Official Magazine of

Distretto dell'Elettronica 
e delle Tecnologie Avanzate 

Prog. macchine 
Machinery design 17%
Componentistica 
Components 13%

Progettazione elettronica 
Electronic design 43%
Ingegneria 
Engineering 17%

*In cooperazione con eo-web.it / (In cooperation with eo-web.it)
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